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１．概要（Summary） 

先端半導体パッケージの微細配線形成には、感光性

樹脂材料の微細パターン形成技術を確立することが必要

である(1)~(6)。今回、産業技術総合研究所 NPF が保有

する i線露光装置を利用して，感光性樹脂材料での 

Line/Space=2/2 µmのパターン形成を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置 

【実験方法】 

予め厚さ 5 µmのポジ型感光性樹脂材料を成膜した 8

インチ Si ウェハを露光した。露光条件は，露光量を

100~500 mJ/cm2，フォーカス位置を-15~+15 µm の範

囲で実施した。露光後は，自社にサンプルを持ち帰って

現像し，得られたパターンを，SEMを用いて観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 露光後、自社にて現像を実施し、得られたパターンを顕

微鏡観察した。露光量 100 mJ/cm2
，フォーカス位置 0 

µm で露光したサンプルを観察した SEM 画像を Fig. 1

に示す。Line/Space=2/2 µmのパターン形成を確認した。 

 

Fig. 1 SEM image of Line/Space=2/2 µm patterns 

with UV dose of 100 mJ/cm2 at focus ±0 µm. 
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